
 問合わせ先：Mate plus 事務局 

(TEL・FAX) 06-4798-2078     (E-mail) mate@glm-p.com     

(URL) https://glm-p.com/mateplus/  

会場アクセス 

組織委員会 

委 員 長 ： 荘司郁夫 (群馬大学)     

       

副委員長： 西川 宏 (大阪大学) 福本信次 (大阪大学)   

       

委 員 ： 青柳昌宏 (熊本大学) 池田 徹 (鹿児島大学) 岩田剛治 (大阪大学) 

 小勝俊亘 (日本電気(株)) 苅谷義治 (芝浦工業大学) 作山誠樹 (Rapidus(株)) 

 下川一生 ((株)東芝) 髙尾尚史 ((株)豊田中央研究所 ) 西川英信 (パナソニックホールディングス(株)) 

 久田隆史 (Rapidus(株)) 藤原伸一 ((株)日立ハイテク) 村井淳一 (三菱電機(株)) 

 山口敦史 (パナソニックインダストリー (株))     

実行委員会 

委 員 長 ： 巽 裕章 (大阪大学)     

       

副委員長： 小林竜也 (群馬大学) 松田朋己 (大阪大学)   

       

委 員 ： 浅井竜彦 (富士電機(株)) 朝桐 智 ((株)東芝) 新井 進 (信州大学) 

 飯岡 諒 (Western Digital Technologies GK) 飯島紀成 ((株)タムラ製作所) 出田吾朗 (三菱電機(株)) 

 井上雅博 (群馬大学) 尾形繁行 (OKIネクステック(株)) 小幡 進 ((株)東芝) 

 上川路優  (化研テック(株)) 木村文信 (東京大学) 小原さゆり (日本アイ・ビ－・エム(株)) 

 小山真司 (群馬大学) 阪元智朗 (オムロン(株)) 櫻井大輔 (パナソニックホールディングス(株)) 

 佐名川佳治 (パナソニック(株)エレクトリックワークス社) 鈴木孝明 (群馬大学) 立花芳恵 (千住金属工業(株)) 

 濱田真行 ((地独)大阪産業技術研究所) 林 和 (群馬産業技術センター)  藤田 晶 (化研テック(株)) 

 藤野純司 (三菱電機(株)) 松嶋道也 (大阪大学) 森 貴裕 ((株)ADEKA) 

 山内 啓 (群馬工業高等専門学校) 山本佑樹 ((株)弘輝) 渡辺 潤 (OKIネクステック(株)) 

 渡邉裕彦 (富士電機(株))     

       

飛行機でお越しの方 

新幹線でお越しの方 

「新大阪駅」からタクシー約20分、電車で約40分

（下記電車によるアクセスの「JR環状線 福島駅」、

「地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅」を利用 

電車によるアクセス 

「JR大阪駅より」 

 ・タクシー約10分 

 ・大阪シティバス（53、75系統田蓑橋下車すぐ） 

 ・JR環状線に乗換え「福島駅」下車、徒歩約12分 

「JR東西線 新福島駅より」徒歩9分 

「京阪中之島線 中之島駅より」徒歩約5分 

「阪神本線 福島駅より」徒歩約9分 

「地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より」徒歩約10分 

「地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より」徒歩約16分 

「大阪空港」、「関西空港」からはJR大阪駅まで
空港リムジンバスが運行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加申込：下記シンポジウムURLより参加登録を行って下さい。 
     お支払いは銀行振込かクレジット決済をお選びください。 

  【U R L】 https://glm-p.com/mate2025 

  【振込先】 三井住友銀行 千里中央支店 普通口座 0978673 

        口座名：Mate組織委員会 [メイトソシキイインカイ] 

  【振込期限】2026 年 1 月 31 日（土）    

懇 親 会 ：シンポジウム１日目に懇親会を開催します。                        
シンポジウム参加申込時にお申し込みください。                      
※当日の申込みはできません。 

 (日 時) 2025 年12 月 9 日（火）17:00～ 

 (場 所) 大阪大学中之島センター2階「カフェテリア・アゴラ」 

 (参加費) 5,000円 

Second Circular 

 

Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” plus 

「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム ＋ 

日 時： 2025 年 12 月 9 日（火）、10 日（水）  

場 所： 大阪大学中之島センター 大阪府大阪市北区中之島4丁目3−53  

主 催： (一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会  

共 催： 大阪大学接合科学研究所、(一社)エレクトロニクス実装学会、(公社)化学工学会 エレクトロニ
クス部会 、 (一社)レーザ加工学会、(一社)溶接学会マイクロ接合研究委員会  

協 賛： IEEE  Electronics  Packaging  Society  (EPS)  Japan  Chapter、応 用 物 理 学 会、    
大阪大学大学院工学研究科テク ノアリーナ インキュベーション部門「つなぐ工学」、   
軽 金 属 学 会、精 密 工 学 会、電 子 情 報 通 信 学 会、日 本 機 械 学 会、日 本 金 属 学 会、      
日本材料学会、日本溶接協会、日本接着学会  

 

開催趣旨 

1995年に第１回目のシンポジウムが開催されたMateシンポジウムも、参加者の皆様のご支援・ご協力のもと、

本年1月に開催されましたMate2025シンポジウムにて３１回の開催を重ねることができました。次回

Mate2026シンポジウムは、大学入試シーズンや感染症流行の時期をできるだけ避けるよう、１２月上旬の開催

を計画しています。開催時期移行に伴い、次のMateシンポジウムの開催まで、２年近く間隔が空くことになりま

す。Mateシンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研

究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持つことを開催目的としてきました。そこで、これまでと同程度

の間隔で、参加者の皆様の発表の場および情報交換の場を提供すべく、本シンポジウムを企画いたしました。開催

場所は、EXPO 2025 大阪・関西万博の開催で話題の大阪とさせていただきました。皆様のご参加を心よりお待

ち申し上げます。 

早期参加申込〆切：2025 年 11 月 10 日（月） 

参 加 費 ： ※税込み、論文集PDFダウンロード付 

            【 早期 】                     【 通常 】 
                          2025年11月10日まで      11月11日以降 

会員         ：               15,000円            20,000円 

非会員      ：               20,000円           25,000円 

学生         ：               10,000円        15,000円 

 




